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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

東北大学は、シャープ株式会社様と新規超高精細自発光ディスプレイを開発する共
同研究を行っている。発光素子を開発する過程において、i線ステッパを利用し
て3000 ppi以上の高精細のパターニングを行う必要があるが、回路が搭載された大
口径ウェハから切り出した試作開発用の小片ウェハ上には、試作コインランドリ所
有のi線ステッパ用アライメントマークがないため、マスクレスアライナを用いてi
線ステッパ用アライメントマークを形成する検討と評価を行った。

実験
Experimental

【CAD設計】
1．切り出したウェハ上のショット内にある他社製ステッパ用アライメントマーク
の座標を算出する
2．CADの設計において、1のアライメントマークとの位置ズレ確認用としてノギス
マークを設置し、i線ステッパ用アライメントマーク（TVマーク、AAマーク）を
ショット内に設置する

【実験方法】
1．i線用フォトレジストを小片ウェハに塗布
2．マスクレスアライナで補正無しで露光し、現像する
3．他社アライメントマーク部に設置したノギスマークでズレ量を確認する
4．マスクレスアライナに補正値を入れ、再度、1～3を行い確認する

結果と考察
Results and Discussion

図1はAlighment mark 1と2、図2はAlighment mark 3と4の、それぞれ補正値を修
正した過程のうち、 test_02は補正値無しのフォトリソ後のレジストパター
ン、test_04とtest_05はそれぞれ補正し描画を行いフォトリソ後のレジストパター
ンである。test_04の補正では補正が十分ではなかったが、test_05ではノギスの重
ね位置が中心位置から1本隣であるので、ズレ量を100nm程度まで押さえ込める事
を確認した。
この補正方法により、切り出しウェハ上に直接利用可能なアライメントマークが無
くとも、マスクレスアライナで補正無しのフォトリソを行いその結果から補正値を
算出することで、i線ステッパ用アライメントマークが設置できる見通しが立つこと
が示された。
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Figures, Tables and

Equations 1

図1. Aliment mark 1と2のtest_02，test_04，test_05のノギスずれ量確認
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図2. Aliment mark 3と4のtest_02，test_04，test_05のノギスずれ量確認
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